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关于华虹半导体有限公司 

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函中 

备考财务报表项目相关财务问题的专项核查意见 

 

上海证券交易所： 

 

华虹半导体有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份的方式向上海华虹

（集团）有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电路产业投资基

金二期股份有限公司、上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙）购买其

持有的上海华力微电子有限公司（以下简称“标的公司”）97.4988%股权并募集配套资金。

本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的全资子公司。安永华明会计师事务所（特殊

普通合伙）（以下简称“我们”或“备考审阅会计师”）接受上市公司的委托，审阅了上市

公司为本次交易按照备考合并财务报表附注二所述的编制基础编制的备考合并财务报表，

包括 2024 年 12 月 31 日及 2025 年 12 月 31 日的合并备考资产负债表，2024 年度及 2025

年度的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注（以下简称“备考合并财务报表”），并

于 2026 年 3 月 30 日出具了编号为安永华明（2026）专字第 70013197_B04 号的审阅报

告（以下简称“《备考审阅报告》”）。 

 

编制备考合并财务报表是上市公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基

础上对备考合并财务报表出具审阅报告。我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号

一一财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对

财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问上市公司有关人员和对财

务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意

见。 

 

根据上海证券交易所（以下简称“贵所”）于 2026 年 4 月 2 日出具的《关于对华虹半

导体有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》

（上证科审（并购重组）〔2026〕16 号）(以下简称“审核问询函”)，其中关于问询问题

9 中个别内容涉及与备考合并财务报表项目相关的问题。我们以对上述备考合并财务报表

执行的审阅业务及为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金执行的相关专项核

查工作为依据，阅读了上市公司对相关问题的回复，对贵所审核问询函中提出须由备考审

阅会计师针对备考合并财务报表进行核查的相关问题回复如下： 
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问询问题 9. 关于募集配套资金 

根据重组报告书，（1）本次募集配套资金金额为 755,628.60 万元，包括标的公司技

术升级改造项目、特色工艺研发及产业化项目、补充流动资金、偿还债务及支付中介机构

费用；（2）截至 2025 年 12 月 31 日，上市公司前次募集资产剩余金额为 630,503.77 

万元。  

请公司披露：（2）募集配套资金中补充流动资金、偿还债务及支付中介机构费用对应

的具体金额；结合上市公司和标的公司账面资金、盈利情况以及资金需求等，分析配套募

集资金和补流的必要性和合理性。  

 请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。 
 

【回复】 

 

一、发行人说明 

 

(2) 募集配套资金中补充流动资金、偿还债务及支付中介机构费用对应的具体金额；

结合上市公司和标的公司账面资金、盈利情况以及资金需求等，分析配套募集资金和补流

的必要性和合理性 

（一）募集配套资金中补充流动资金、偿还债务及支付中介机构费用对应的具体金额 

配套募集资金中偿还债务、补充流动资金及支付中介机构费用具体金额如下： 

单位：万元 

序号 项目名称 实施主体 
拟使用募集资金金额

（万元） 

1 偿还债务 上市公司及其全资子公司 67,517.54 

2 
补充流动资金及支付中介

机构费用 
上市公司及其全资子公司 302,482.46 

合计  370,000.00 

注：支付中介机构费用预计不超过 10,000.00 万元。 

本次配套募集资金主要补充上市公司资金缺口，降低资产负债率，提高公司整体竞争

力。 

（二）结合上市公司和标的公司账面资金、盈利情况以及资金需求等，分析配套募集

资金和补流的必要性和合理性 

本次交易的募集配套资金不超过 755,628.60 万元，其中，拟用于标的公司项目建设

385,628.60 万元，补充流动资金、偿还债务及支付中介机构费用 370,000.00 万元。 

综合考虑本次交易后上市公司及标的公司的账面资金、盈利情况、日常经营中的资金

需求等因素，采用《备考审阅报告》中上市公司重组完成后的财务数据进行测算，未来三

年内（2026 年-2028 年），综合考虑公司使用受限的货币资金余额及募集资金余额、未来

三年预计经营活动现金流入净额，以及最低现金保有量、未来三年预计新增最低现金保有

量、未来三年预计新增营运资金需求、未来三年预计大额项目支出所需资金等项目，上市

公司整体资金缺口预计约为 148.69 亿元，本次募集资金与未来三年资金需求相匹配，高

于本次交易募集配套资金中补充流动资金的金额，融资必要、规模合理。具体测算过程如

下 
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项目 计算公式 金额（万元） 

账面情况 

货币资金余额 （1） 3,786,650.50 

受限货币资金 （2） - 

可使用资金合计 
（3）=（1）-

（2） 
3,786,650.50 

盈利情况 
未来三年预计自身经营活动

现金流入金额 
（4） 1,469,198.32 

资金需求 

最低现金保有量 （5） 435,502.52   

未来三年新增现金保有量需

求 
（6） 226,842.37   

未来期间偿还有息债务 （7） 1,988,905.18 

未来三年资本性开支需求 （8） 4,091,478.37 

总体资金需求合计 

（9）=（5）+

（6）+（7）+

（8） 

6,742,728.44   

总体经营资金缺口 
（10）=（3）+

（4）-（9） 
- 1,486,879.63 

注 1：由于公司部分设备采购金额受汇率波动影响，实际资金缺口预计存在少量出入； 

注 2：未来三年资本性开支需求暂不包含标的资产未来三年资本性开支需求，不考虑

税费影响。 

1、账面资金 

根据《备考审阅报告》，本次交易完成后，上市公司 2025 年 12 月 31 日货币资金余额

为 3,786,650.50 万元。 

2、盈利情况 

（1）营业收入和营业成本预估 

根据《备考审阅报告》，上市公司 2024 年至 2025 年的营业收入增长率为 15.64%，考

虑到上市公司子公司华虹制造产能逐渐爬坡，晶圆代工处于新的景气周期，根据合理谨慎

的原则，假设未来三年营业收入增长率为 15.00%。 

根据《备考审阅报告》，上市公司 2024 年、2025 年综合毛利率分别为 17.11%、和

19.78%，考虑随着上市公司业务增长及新产能释放的折旧增加，假设上市公司未来三年综

合毛利率为 10.00%。 

上市公司未来三年营业收入和营业成本预估如下： 

单位：万元 

项目 2024 年 2025 年 2026E 2027E 2028E 

营业收入 1,927,405.55 2,228,795.71 2,563,115.07 2,947,582.33 3,389,719.68 

毛利率 17.11% 19.78% 10.00% 10.00% 10.00% 
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营业成本 1,597,673.33 1,787,918.16 2,306,803.56 2,652,824.09 3,050,747.71 

注：上述相关假设及预估的财务数据仅用于本次资金缺口测算，不构成盈利预测或承诺。 

（2）经营活动现金流入 

经营活动现金流入以上市公司 2023年至 2025年年报中占营业收入比例平均值、《备考

审阅报告》2025 年营业收入作为预估指标，测算 2026 年至 2028 年经营活动现金流入金额。

上市公司经营活动现金流出以 2023 年至 2025 年年报中占营业成本比例平均值作为预估指

标，测算 2026 年至 2028 年经营活动现金流出金额。 

单位：万元 

项目 

2023-2025 年占

营业收入/营业

成本比例平均值 

2026E 2027E 2028E 

销售商品、提供劳务收

到的现金 
108.58% 2,782,943.71 3,200,385.26 3,680,443.05 

收到的税费返还 0.88% 22,546.49 25,928.46 29,817.73 

收到其他与经营活动有

关的现金 
5.72% 146,674.61 168,675.80 193,977.17 

经营活动现金流入小计  2,952,164.81 3,394,989.53 3,904,237.96 

购买商品、接受劳务支

付的现金 
74.09% 1,709,123.47 1,965,491.99 2,260,315.79 

支付给职工以及为职工

支付的现金 
21.74% 501,407.51 576,618.63 663,111.43 

支付的各项税费 5.79% 133,483.76 153,506.32 176,532.27 

支付其他与经营活动有

关的现金 
8.02% 185,054.80 212,813.02 244,734.98 

经营活动现金流出小计  2,529,069.54 2,908,429.97 3,344,694.47 

经营活动产生的现金流

量净额 
 423,095.27 486,559.56 559,543.49 

2026 年至 2028 年预计

累计经营活动现金流入

净额 

 1,469,198.32 

注：上述相关假设及预估的财务数据仅用于本次资金缺口测算，不构成盈利预测或承诺 

3、资金需求 

（1）最低现金保有量 
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采用年付现成本总额结合付现次数法测算最低现金保有量主要考虑上市公司维持日常

运营最少货币资金规模等于年付现成本总额/货币资金周转次数。上述最低现金保有量以

2025 年 12月 31 日为测算基准日，以《备考审阅报告》2025 年财务数据进行测算。 

单位：万元 

财务指标 计算公式 金额 

最低现金保有量（2025 年） （1）=（2）/（6） 435,502.52 

2025 年度付现成本费用总额 
（2）=（3）+（4）-

（5） 
1,572,199.21 

2025 年度营业成本 （3） 1,787,918.16 

2025 年度期间费用总额 （4） 355,308.42 

2025 年度非付现成本费用总额 （5） 571,027.37 

货币资金周转次数（现金周转率） （6）=360/（7） 3.61  

现金周转期（天） 
（7）=（8）+（9）-

（10） 
99.72  

存货周转期 （8） 132.23 

经营性应收项目周转期 （9） 27.02  

经营性应付项目周转期 （10） 59.53 

注 1：期间费用包括销售费用、管理费用、研发费用、财务费用以及税金及附加； 

注 2：非付现成本费用总额包括当期固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、

投资性房地产折旧及摊销以及长期待摊费用摊销； 

注 3：存货周转期=360×平均存货账面余额/营业成本； 

注 4：经营性应收项目周转期=360×（平均应收账款账面余额+平均应收票据账面余额

-平均合同负债账面余额）/营业收入； 

注 5：经营性应付项目周转期=360×（平均应付账款账面余额-平均预付账款账面余额）

/营业成本。 

（2）未来三年新增现金保有量需求 

假设未来三年各项指标比例与上市公司备考审阅口径下 2025 年保持一致，最低现金

保有量的增长率与营业收入增长率保持一致，据此计算的 2028 年末最低现金保有量为

662,344.89 万元，未来三年新增最低现金保有量为 226,842.37 万元。 

未来三年新增现金保有量测算如下： 

单位：万元 
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项目 2025 年 2026E 2027E 2028E 

营业收入 2,228,795.71 2,563,115.07 2,947,582.33 3,389,719.68 

营业收入增长率 - 15.00% 15.00% 15.00% 

最低现金保有量 435,502.52 500,827.89 575,952.08 662,344.89 

（3）偿还有息债务 

根据《备考审阅报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，上市公司账面长期借款金额为

2,206,218.92 万元，一年内到期非流动负债金额为 333,747.35 万元，根据现有银行借款

还款计划，未来三年需偿还本息合计约 1,988,905.18 万元。 

（4）资本性开支 

晶圆代工行业属于重资产投入行业，目前国内已上市的晶圆代工企业均需持续性进行

大额资本开支。华虹公司作为国内晶圆代工龙头，未来亦需要通过持续性资本开支来提高

公司竞争力。根据同行业可比公司的年报披露，最近三年资本性开支情况如下： 

单位：万元 

期间 项目 中芯国际 华虹公司 芯联集成 晶合集成 

2025年

度 

营业收入 6,732,319.20 1,729,145.07 817,973.29 1,088,544.93 

构建固定资产、无形资产

和其他长期资产支付的现

金 

5,995,058.30 1,293,140.10 333,481.36 970,767.78 

占比 112.30% 133.72% 245.28% 112.13% 

2024年

度 

营业收入 5,779,557.00 1,438,830.77 650,909.08 924,925.23 

构建固定资产、无形资产

和其他长期资产支付的现

金 

5,455,928.70 1,978,199.12 355,820.68 1,322,300.80 

占比 105.93% 72.73% 182.93% 69.95% 

2023年

度 

营业收入 4,525,042.50 1,623,187.40 532,448.28 724,354.14 

构建固定资产、无形资产

和其他长期资产支付的现

金 

5,386,506.90 639,590.08 1,033,724.73 740,805.04 

占比 84.01% 253.79% 51.51% 97.78% 

三年均

值 

营业收入 5,678,972.90 1,597,054.41 667,110.22 912,608.10 

构建固定资产、无形资产

和其他长期资产支付的现
5,612,497.97 1,303,643.10 574,342.26 1,011,291.20 
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金 

占比 101.18% 122.51% 116.15% 90.24% 

上市公司共有 5 座晶圆代工厂，未来三年需要通过持续购买、更新设备来维持公司现

有产线；此外，2026 年计划投建新的晶圆代工厂。考虑已建成晶圆厂未来三年资本开支计

划及 2026 年新建产能中上市公司需支付的资本金等，上市公司已确定的未来三年需支付

的资本性开支约 4,091,478.37 万元。 

综上所述，结合上市公司和标的公司账面资金、盈利情况以及资金需求等，上市公司

整体资金缺口为 148.69 亿元，新增本次募集资金最高不超过 37.00 亿元用于补充流动资

金、偿还债务及支付中介机构费用等，以缓解上市公司资金压力，本次配套募集资金和补

流的必要性和合理性。 

 

二、备考审阅会计师核查情况 

 

（一） 核查程序 

 

我们执行了以下核查程序： 

 

1. 获取上市公司对资金缺口的测算过程，将测算时使用的历史财务数据与《备

考审阅报告》以及上市公司相关年度的年度报告核对一致，并复核其数学计

算的准确性； 

2. 上市公司预计的未来三年经营流入资金、最低现金保有量的测算逻辑和假设，

分析其合理性； 

3. 获取上市公司未来三年有息债务的还款计划明细，复核其利息测算的合理性； 

4. 将上市公司资本开支的金额与同行业可比公司进行比较，分析其合理性。 

 

（二） 核查意见 

 

基于我们执行的上述核查工作，我们认为发行人上述分析说明与我们问询回复

过程中审核的会计资料及了解的信息一致。 
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本函仅供上市公司就上海证券交易所于 2026 年 4 月 2 日出具的《关于对华虹半导体有限

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》问询问

题 9 中个别涉及备考财务报表项目相关的问题，向上海证券交易所报送相关文件使用，不

适用于其他用途。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 

 

中国注册会计师：杨  磊 

 
 
 
 
 
 
 

 中国注册会计师：王顺华 

 
 

 

中国  北京 2026年  月    日 
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